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GB/T 2423.27-2006八EC 60068-2-39:1976

前 言

    本部分是GB/T 2423《电工电子产品环境试验》的一部分。本部分等同采用IEC 60068-2-39;1976

《基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验 Z/AMD:寒冷、低气压和湿热连续综合试验》(英

文版)。

    本部分技术内容与IEC 60068-2-39:1976《基本环境试验规程 第2部分，试验方法 试验

Z/AMD:寒冷、低气压和湿热连续综合试验))(英文版)相同，编写格式与表达方式符合GB/T 1. 1

2000和GB/T 20000. 2-2001的有关规定。

    为便于使用，本部分对于IEC 60068-2-39;1976作了下列编辑性修改:

    a) 为了GB/T 2423《电工电子产品环境试验》各部分的名称协调一致，本部分未完全采用IEC

        60068-2-39;1976的中文译名，而改为《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验
        Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验》;

    b) 删除了IEC 60068-2-39;1976的前言

    本部分发布实施后代替GB/T 2423. 27-1981《电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:

低温/低气压/湿热连续综合试验方法》。

    本部分与GB/T 2423. 27-1981相比主要变化如下:

    a) 为了GB/T 2423《电工电子产品环境试验》各部分的名称协调一致，本部分名称改为《电工电子

        产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验》;

    b) 第1章“目的”和第2章“试验的一般说明”的文字叙述与原来有所不同。

    本部分由中国电器工业协会提出。

    本部分由全国电工电子产品环境技术标准化技术委员会归口。

    本部分起草单位:信息产业部电子第五研究所。

    本部分主要起草人:邱福来、张铮

    本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

    - GB/T 2423. 27-1981。
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电工电子产品环境试验

第2部分:试验方法 试验Z/AMD,

低温/低气压/湿热连续综合试验

目的

    本部分提供了由低温、低气压和Ai热组成的标准环境试验程序。首先低温和低气压结合在一起，其
次升温，然后与湿热条件结合在一起。本试验应用了试验A和试验M。虽然未完全按照试验D引人湿

度，但用“Z/AMD'，来表示本试验最恰当和最具提示性
    本试验用于飞行器所使用的元器件和设备，特别是在非加热和非增压部位的元器件和设备。

2 试验的一般说明

    本试验模拟飞行器升降期间，未增压和温度未控制的部位所遇到的环境条件。装有弹性密封的非

散热元器件(例如带插头座的连接器)变冷时，会使密封件硬化和材料收缩，当周围气压降低时这种密封

可能损坏，造成内压的损失。当飞行器降人潮湿大气时而气压再升高时，低温的元器件会遭受霜冻，潮

湿大气本身或融霜形成的游离水由于压力差01进人元器件内，当密封件恢复正常弹性时，水分就留在元

器件内。对于配有封盖而又不带排泄孔的非密封设备，同样也可能发生积水现象。

3 试验设备的说明

3.1 试验箱应能使试验样品同时经受试验A和试验M分别规定的严酷范围的低温和低气压，在Ih

内能从极冷条件升到30'C -35 0C。在升温且同时保持相当恒定的低气压期间，试验箱在装有试验样品

的上作空间应具有加湿或导入水汽的装置。

3.2 由于本试验有水气进人，并常导致绝缘电阻下降，因此试验样品的引线穿过试验箱壁时应无破损

或交连，并气密密封。为此连接试验样品的引线本身应具有适当的尺寸和绝缘。

3，3 如果试验样品有运动的零部件。它们的运动可能会由于试验样品内部结冰而受到阻碍，那么试验

箱应具有监测这种运动的电子或机械装置。

试验程序

4.1 试验样品的引线应和任何相连的密封装配在一起，并应按3.2的规定具有适当的尺寸和绝缘。试

验样品应按相关规范的规定以正常的工作状态安装在箱内。

4.2 当试验样品是带插头座的连接器时，除非相关规范另有规定，它们应处于插接状态。此外相关规

范还应说明多路连接器是全部还是部分通路需要接线。

4.3 如果相关规范要求试验样品在试验期间或试验结束时有功能显示，则这种显示装置应在准备试验

时和试验样品一起安装在箱内。

4.4 除相关规范另有规定外，在升降温时试验样品应断电。

预处理

试验样品应按相关规范的规定进行预处理。

6 初始检测

试验样品应按相关规范的规定进行外观检查及电性能和机械性能检测。
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7 条件试验

    在试验室环境温度下，试验样品不包装、不通电，处于“准备工作”状态并按正常工作位置或相关规

范的规定放人箱内。

7. 1 试验箱内的温度应以不超过10C/min(5 min的平均值)的速率降低到相关规范规定的低温值，这

个值应是试验A中给出的数值之一。

    当试验样品达到温度稳定时，应按照相关规范的规定进行功能检查或任何必要的检测。

7.2 温度维持在规定值，试验箱内的气压应以不超过15 kPa/min的速率降至相关规范规定的低压值;

这个值应是试验M中给出的数值之一。应按相关规范进行功能检查或任何必要的检测。

7.3 气压维持在规定值，试验箱温度应以大致均匀的速率在1h内升高到30℃或室内温度〔以高者为

准)。同时试验箱内应产生或导人水汽，水汽的增加速率应足以使试验样品结霜。

7.4 当试验样品的温度上升到。0C -5℃范围内，且试验样品的霜已经融解时，试验箱内的气压应以大

致均匀的速率在15 min---30 min内恢复到室内气压值。
7.5 箱内温度达到30℃或室内温度后(以高者为准)应保持lh，但如果检测时间较长，则保温时间应足

以完成检测。在此期间，湿度应保持大于95%,箱内出现水滴

7.6 应按相关规范的规定进行功能检查或任何必要的检测。

7. 7 如果相关规范有要求，可按顺序重复7.1至7.6的试验步骤，重复次数按相关规范的规定，其间不

得改变箱内试验样品的状态。

恢复

    除非相关规范另有规定，试验样品应连同被连接的引线一起留在试验箱内，直到试验样品的温度达

到检测的标准大气条件。

9 最后检测

    试验样品应按相关规范的规定进行外观检查及电气和机械性能检测。

10 相关规范应作出的信息

    当相关规范采用本试验时，应尽可能根据适用的程度作出以下详细规定:

    a) 低温值和低气压值(从试验A和试验M中选取);

    b) 预处理程序;

    C) 条件试验前应进行的电气和机械性能检测;

    d) 试验箱中试验样品的安装方式和任何特殊的要求，例如带插头座连接器的插接和连线;

    e) 低温、低气压条件下的电气和机械性能检测;

    f) 高温、高湿条件下的电气和机械性能检测;

    g) 低温/低气压/湿热的循环次数;

    h) 恢复后电气和机械性能检测
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